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吉安满坤科技股份有限公司

2026 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动

类别

特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观

其他：（网络电话会议）

参与单位名称

华泰证券；爱建证券；东北证券；天风证券；国泰海通证券；

广发证券；华福证券；中信证券；华鑫证券；申银万国证券；

长城证券；易方达基金；博道基金；国联安基金；华宝基金；

宏利基金；红土创新基金；农银汇理基金；诺德基金；浦银安

信基金；太平基金；圆信永丰基金；长安基金；南方基金；国

投瑞银基金；方正富邦基金；苏新基金；汇添富基金；民生加

银基金；金信基金；淳厚基金；上海洛书投资；红思客资管；

上海聚鸣投资；海南鑫焱创投；鸿运私募基金；彼得明奇私募

基金；于翼资管；熵盈私募；厦门观升私募基金；长青藤资管；

誉辉资本；中新融创资本；横琴智合远见私募；国华兴益保险；

西安敦成私募基金；中国平安保险；中邮人寿保险；招商信诺

资管；长城人寿保险；太平养老保险；中国人寿养老保险；埃

普斯国际；Point72 HongKong；亚丁金融；杭州银行；宁银理

财；建信理财；华西银峰；摩根资产管理；上海檀越言；汇正

财经；申万宏源研究；远望资产；东方资产；重庆渝汇投资；

InPoint Asset；赢舟资管、昆仑健康保险等机构及个人投资者

（排名不分先后）

时间 2026年 10月 29日 20:30-21:30

地点 “进门财经”网络电话会议

上市公司接待人 董事、副总经理： 洪耿奇先生
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员姓名 风控中心副总经理： 洪丽冰女士

董事会秘书、财务总监： 耿久艳女士

投资总监： 陈鹏飞先生

投资者关系活动

主要内容介绍

一、简要介绍公司基本情况和战略规划以及公司 2026 年

第三季度整体经营财务情况

公司投资总监陈鹏飞介绍了公司基本情况和战略规划；财

务总监耿久艳解读了 2026年第三季度整体经营财务情况。

二、回答投资者提问

1、公司三季度业绩增长的原因主要是哪几个方面？

答：公司 2026年前三季度业绩增长的主要原因如下：

（1）公司深耕汽车电子、消费电子、通讯工控领域，报

告期，公司业务保持稳健经营态势，业务规模平稳释放，夯实

稳定现金流基础，支撑公司整体盈利底盘保持稳固。同时，依

托募投项目释放的产能支撑，公司优化产品结构与客户端布

局，同步推进高阶 HDI 产品的客户验证与定点转化，持续开

拓高价值产品市场，推动业务价值量稳步提升。

（2）受益于 AI算力产业高景气发展，AI算力硬件 PCB

行业市场订单需求旺盛，公司 AI服务器电源相关业务增长，

客户群体持续拓展。与此同时，公司持续推进高速光模块相关

业务，客户认证、送样、小批量出货有序开展。整体高端产品

订单逐步兑现，产品结构持续优化。

（3）上半年受吉安三厂产能爬坡、研发投入增加等因素

影响，公司利润阶段性承压。进入第三季度，公司持续推进产

能释放，三厂产能利用率阶梯式提升，截至 9月末已达到较好

水平，规模效应逐步显现，折旧、研发等阶段性压力边际弱化，

毛利率环比修复。

2、公司三厂主要布局哪些产品？

答：公司吉安三厂主要聚焦高多层、HDI 等高端 PCB 产

品，一方面，服务于汽车电子、高端消费电子、工业控制等下
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游应用领域；另一方面，产品工艺与产能配置高度匹配 AI算

力赛道的技术迭代需求。在加速高端产能落地转化的同时，可

充分释放第二增长曲线成长势能。随着三厂产能释放与现有产

线技改升级的协同推进，公司整体产能规模与制造能力将实现

双重提升，为后续市场拓展和产品结构升级提供有力支撑。

3、公司股票回购的进展情况如何？回购完成后预计回购

股份的用途是？

答：公司本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币

5,000万元且不超过人民币 10,000万元，截至 10月 13日，公

司已回购公司股份 575,124股，成交总金额为人民币 2,637.45

万元。公司将根据市场情况，继续实施既定回购方案，请关注

公司后续披露的回购进展公告。公司本次回购股份拟用于实施

员工持股或股权激励计划，旨在完善公司中长期激励机制，支

撑公司业务战略布局，具体情况请以公司后续披露的公告为

准。

4、公司产品研发投入情况如何？

答：公司始终坚持自主研发，设立研发处负责公司整体研

发工作，并制定了客户需求及主动创新相结合的研发策略。

2026 年前三季度，公司研发投入为 6,647.47 万元，同比增长

43.75%。近年来，随着人工智能、AI 算力相关产业的发展机

遇，公司进一步加强对高阶 PCB、HDI、超厚铜板、埋铜块等

特殊产品的工艺研发，持续加大研发投入和创新力度，尤其是

AI 服务器电源、光模块、新能源汽车以及高端消费电子领域

的研发投入，同时不断优化产品结构，提高产品快速响应能力，

以满足客户个性化生产需求。

本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。

附件清单（如有） 无

日期 2026年 10月 30日
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